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OPTOELEKTRONISCHES BAUELEMENT

BESCHREIBUNG

Die vorliegende Erfindung betrifft ein optoelektronisches

Bauelement.

Diese Patentanmeldung beansprucht die Prioritat der deutschen
Patentanmeldung 10 2016 119 739.4, deren Offenbarungsgehalt

hiermit durch Riickbezug aufgenommen wird.

Beleuchtungsanordnungen, die Halbleiter-Laserchips als Licht-
quelle verwenden, sind aus dem Stand der Technik bekannt. Zur
Aufweitung eines von dem Laserchip emittierten Laserstrahls

werden dabei beispielsweise Linsen oder Freiform-Spiegel ver-

wendet.

Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, ein

optoelektronisches Bauelement bereitzustellen. Diese Aufgabe
wird durch ein optoelektronisches Bauelement mit den Merkma-
len des unabhdngigen Anspruchs geldst. In den abhangigen An-

spriichen sind verschiedene Weiterbildungen angegeben.

Ein optoelektronisches Bauelement umfasst einen Laserchip und
ein optisches Element. Das optische Element weist eine Vor-
derseite, eine der Vorderseite gegeniiberliegende Riickseite,
eine Oberseite, eine der Oberseite gegeniliberliegende Unter-
seite und zwei Seitenflachen auf. Der Laserchip und das opti-
sche Element sind so angeordnet, dass ein von dem Laserchip
in eine Emissionsrichtung emittierter Laserstrahl auf die
Vorderseite des optischen Elements trifft. Die Seitenfliachen,
die Unterseite und die Riickseite des optischen Elements sind

verspiegelt.

Bei diesem optoelektronischen Bauelement kann ein durch den
Laserchip an der Vorderseite des optischen Elements in das
optische Element eingestrahlter Laserstrahl in dem optischen

Element einmal oder mehrmals reflektiert werden, bevor das in
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das optische Element eingestrahlte Licht an der Oberseite des
optischen Elements aus dem optischen Element austritt.
Dadurch wird eine Homogenisierung des an der Oberseite aus

dem optischen Element austretenden Lichts erreicht.

Das optoelektronische Bauelement kann vorteilhafterweise sehr
kompakte aduBRere Abmessungen aufweisen. Insbesondere kénnen
der Laserchip und das optische Element dieses optoelektroni-
schen Bauelements sehr nahe beieinander angeordnet werden, da
bei diesem optoelektronischen Bauelement zwischen dem Laser-
chip und dem optischen Element keine Strahlpropargation zur

Strahlaufweitung erforderlich ist.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
sind alle AuBenfldchen des optischen Elements plan. Vorteil-
hafterweise kann das optische Element dadurch einfach und

kostenglinstig hergestellt werden.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
weist das optische Element ein fir durch den Laserchip emit-
tiertes Laserlicht transparentes Material auf. Beispielsweise
kann das optische Element ein Glas aufweisen. Vorteilhafter-
weise treten in dem optischen Element dadurch nur sehr gerin-
ge Absorptionsverluste auf, wodurch das optoelektronische

Bauelement einen hohen Wirkungsgrad aufweisen kann.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
weist die Vorderseite des optischen Elements eine Verspiege-
lung auf. Vorteilhafterweise wird dadurch erreicht, dass in
das optische Element eingestrahltes Laserlicht nicht oder nur
zu einem geringen Teil an der Vorderseite des optischen Ele-
ments aus dem optischen Element austritt und dadurch verloren
geht. Dadurch weist das optoelektronische Bauelement vorteil-

hafterweise einen hohen Wirkungsgrad auf.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
weist die an der Vorderseite des optoelektronischen Elements

angeordnete Verspiegelung eine Aussparung auf. Dabei trifft
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ein von dem Laserchip emittierter Laserstrahl in die Ausspa-
rung. Vorteilhafterweise wird es dadurch ermdglicht, von dem
Laserchip emittiertes Laserlicht trotz der an der Vorderseite
des optischen Elements angeordneten Verspiegelung wirksam in
das optische Element einzustrahlen. Dadurch werden vorteil-
hafterweise einerseits Verluste durch eine Reflexion von
durch den Laserchip emittiertem Laserlicht an der Vorderseite
des optischen Elements und andererseits Verluste durch einen
Austritt von Licht an der Vorderseite des optischen Elements

vermieden.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
ist die Emissionsrichtung des Laserchips parallel zur Ober-
seite des optischen Elements orientiert. Vorteilhafterweise
ergibt sich dadurch ein besonders einfacher Aufbau des opto-

elektronischen Bauelements.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
ist die Vorderseite des optischen Elements gegeniiber der
Emissionsrichtung des Laserchips geneigt. Vorteilhafterweise
wird dadurch die Menge des Lichts reduziert, das an der Vor-
derseite des optischen Elements in Richtung des Laserchips
reflektiert wird. Eine Reflexion von durch den Laserchip
emittiertem Licht zuriick in den Laserchip kénnte sonst einer-
seits den Wirkungsgrad des optoelektronischen Bauelements re-
duzieren und andererseits eine Betriebsstabilitat des Laser-

chips des optoelektronischen Bauelements beeintrachtigen.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
ist die Vorderseite des optischen Elements derart geneigt,
dass die Oberseite des optischen Elements die Unterseite des
optischen Elements iberragt. Vorteilhafterweise wird dadurch
ein besonders hoher Anteil von an der Vorderseite des opti-
schen Elements in das optische Element eingestrahltem Licht

zur Oberseite des optischen Elements geleitet.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements

ist die Rilickseite des optischen Elements gegeniiber der Emis-
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sionsrichtung des Laserchips geneigt. Vorteilhafterweise wird
dadurch erreicht, dass nur ein geringer Anteil wvon in das op-
tische Element eingestrahltem Licht an der Rickseite des op-
tischen Elements in Richtung des Laserchips reflektiert wird
und an der Vorderseite des optischen Elements wieder aus dem
optischen Element austreten kann. Solches an der Vorderseite
des optischen Elements austretendes Licht wirde andernfalls
den Wirkungsgrad des optoelektronischen Bauelements reduzie-
ren. AuBerdem kdénnte an der Vorderseite des optischen Ele-
ments austretendes Licht in den Laserchip gelangen und die

Stabilitat des Laserchips beeintrachtigen.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
ist die Rilckseite des optischen Elements so geneigt, dass die
Oberseite des optischen Elements die Unterseite des optischen
Elements iUberragt. Vorteilhafterweise wird dadurch ein beson-
ders hoher Anteil des in das optische Element eingestrahlten
Lichts zur Oberseite des optischen Elements geleitet, wo es

das optische Element verlassen kann.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
ist die Oberseite des optischen Elements aufgeraut. Dadurch
wird vorteilhafterweise die Wahrscheinlichkeit eines Auftre-
tens einer Totalreflexion an der Oberseite des optischen Ele-
ments reduziert, wodurch ein besonders hoher Anteil von zur
Oberseite des optischen Elements gelangendem Licht an der
Oberseite des optischen Elements aus dem optischen Element
austreten kann. Durch die Aufrauung der Oberseite kann auler-
dem vorteilhafterweise erreicht werden, dass an der Oberseite
des optischen Elements austretendes Licht mit Lambertscher
Abstrahlcharakteristik abgestrahlt wird, also in zufdllige
Richtung.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
ist an der Oberseite des optischen Elements ein wellenlangen-
konvertierendes Material angeordnet. Das wellenlangenkonver-
tierende Material kann dazu vorgesehen sein, von dem Laser-

chip des optoelektronischen Bauelements emittiertes und an
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der Oberseite des optischen Elements aus dem optischen Ele-
ment austretendes Licht zumindest teilweise in Licht einer
anderen Wellenlange zu konvertieren. Beispielsweise kann der
Laserchip ausgebildet sein, Licht mit einer Wellenlange aus
dem blauen oder ultravioletten Spektralbereich zu emittieren.
Das wellenladngenkonvertierende Material kann ausgebildet
sein, solches Licht zumindest teilweise in Licht mit einer
Wellenldnge aus dem gelben oder orangen Spektralbereich zu
konvertieren. Eine Mischung von unkonvertiertem und konver-
tiertem Licht kann in diesem Fall einen weiBen Lichteindruck

vermitteln.

In einer Ausfihrungsform des optoelektronischen Bauelements
umfasst dieses einen Trager. Dabei ist der Laserchip auf dem
Trager angeordnet. Vorteilhafterweise wird es dadurch ermdg-
licht, den Laserchip derart relativ zu dem optischen Element
zU positionieren, dass ein von dem Laserchip emittierter La-
serstrahl an geeigneter Position auf die Vorderseite des op-
tischen Elements trifft. Der Tradger kann auch zur elektri-
schen Kontaktierung des Laserchips dienen. AuBerdem kann der
Trager dazu vorgesehen sein, im Betrieb des optoelektroni-
schen Bauelements in dem Laserchip anfallende Abwarme von dem

Laserchip abzufihren.

Die oben beschriebenen Eigenschaften, Merkmale und Vorteile
dieser Erfindung sowie die Art und Weise, wie diese erreicht
werden, werden klarer und deutlicher verstandlich im Zusam-
menhang mit der folgenden Beschreibung der Ausfihrungsbei-
spiele, die im Zusammenhang mit den Zeichnungen naher erlau-
tert werden. Dabei zeigen in jeweils schematisierter Darstel-

lung

Fig. 1 eine geschnittene Seitenansicht eines optoelektroni-
schen Bauelements mit einem Laserchip und einem optischen

Element; und

Fig. 2 eine perspektivische Darstellung des optoelektroni-

schen Bauelements.
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Fig. 1 zeigt eine schematische geschnittene Seitenansicht ei-
nes optoelektronischen Bauelements 10. Fig. 2 zeigt eine
schematische perspektivische Darstellung des optoelektroni-
schen Bauelements 10. Das optoelektronische Bauelement 10
bildet eine kompakte Lichtquelle. Das optoelektronische Bau-
element 10 kann beispielsweise dazu vorgesehen sein, weiles

Licht abzustrahlen.

Das optoelektronische Bauelement 10 umfasst einen Laserchip
100. Der Laserchip 100 ist ein Halbleiterchip mit einer inte-
grierten Laserdiode. Der Laserchip 100 ist dazu ausgebildet,
Licht als Laserstrahl 120 in eine Emissionsrichtung 110 zu
emittieren. Das durch den Laserchip 100 emittierbare Licht
kann beispielsweise eine Wellenld@nge aus dem blauen oder ult-

ravioletten Spektralbereich aufweisen.

Im in Figuren 1 und 2 gezeigten Beispiel ist der Laserchip
100 als kantenemittierender Laserchip ausgebildet. Der Laser-
chip 100 weist eine Oberseite 101, eine der Oberseite 101 ge-
geniiberliegende Unterseite 102 und eine senkrecht zu Obersei-
te 101 und Unterseite 102 orientierte Emissionsfacette 103
auf. Ein von dem Laserchip 100 emittierter Laserstrahl 120
wird derart an der Emissionsfacette 103 des Laserchips 100
abgestrahlt, dass die Emissionsrichtung 110 des Laserstrahls
120 im Wesentlichen senkrecht zur Emissionsfacette 103 orien-
tiert ist. Dabei kann der Austrittspunkt des Laserstrahls 120
an der Emissionsfacette 103, wie in Figuren 1 und 2 schema-
tisch dargestellt, ndher an der Oberseite 101 des Laserchips

100 als an der Unterseite 102 des Laserchips 100 liegen.

Es ist méglich, anstelle des in Figuren 1 und 2 gezeigten
kantenemittierenden Laserchips 100 einen vertikalemittieren-
den Laserchip zu verwenden. Dieser sollte so angeordnet wer-
den, dass die Emissionsrichtung des vertikalemittierenden La-
serchips der in Figuren 1 und 2 gezeigten Emissionsrichtung
110 des kantenemittierenden Laserchips 100 entspricht. Alter-

nativ kann auch ein Ablenkelement zur Ablenkung eines durch
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einen vertikalemittierenden Laserchip emittierten Laser-
strahls in die in Figuren 1 und 2 gezeigte Emissionsrichtung

110 vorgesehen sein.

Das optoelektronische Bauelement 10 weist einen Trager 400
mit einer Oberseite 401 auf. Der Trager 400 kann auch als

Submount bezeichnet werden.

Der Laserchip 100 ist an der Oberseite 401 des Tragers 400
angeordnet. Dabei ist der Laserchip 100 im dargestellten Bei-
spiel derart an der Oberseite 401 des Tragers 400 angeordnet,
dass die QOberseite 101 des Laserchips 100 der Oberseite 401
des Tragers 400 zugewandt ist. Im dargestellten Beigpiel ist
der Laserchip 100 so an der Oberseite 401 des Tragers 400 an-
geordnet, dass die Emissionsfacette 103 des Laserchips 100
zur Vermeidung einer Abschattung des durch den Laserchip 100
emittierten Laserstrahls 120 leicht iUber eine Kante des Tra-
gers 400 Ubersteht. Es ist auch mdglich, den Laserchip 100 so
an der QOberseite 401 des Tragers 400 anzuordnen, dass die Un-
terseite 102 des Laserchips 100 der Oberseite 401 des Tragers

400 zugewandt ist.

Der Laserchip 100 kann mit an der Oberseite 401 des Tragers
400 angeordneten elektrischen Kontaktfldchen elektrisch lei-
tend verbunden sein, beispielsweise iliber eine oder mehrere
Bonddrahtverbindungen, iiber Lotverbindungen oder iber
elektrisch leitende Klebeverbindungen. Hierdurch kann der La-

serchip 100 elektrisch kontaktiert sein.

Das optoelektronische Bauelement 10 umfasst ferner ein opti-
sches Element 200. Das optische Element 200 ist als Volumen-
kérper mit acht Ecken und sechs AuRenflachen ausgebildet. Zur
einfachen Herstellbarkeit des optischen Elements 200 ist es
zweckmaRig, dass alle AuBenfldchen des optischen Elements 200
plan sind. Die sechs AuBenfladchen des optischen Elements 200
bilden eine Vorderseite 210, eine der Vorderseite 210 gegen-
iberliegende Riickseite 220, eine Oberseite 230, eine der

Oberseite 230 gegeniiberliegende Unterseite 240, eine erste
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Seitenflache 250 und eine der ersten Seitenflache 250 gegen-

Uberliegende zweite Seitenfldche 260.

Die Oberseite 230 und die Unterseite 240 des optischen Ele-
ments 200 sind jeweils rechteckig ausgebildet und parallel

zueinander orientiert.

Die erste Seitenfldche 250 und die zweite Seitenflache 260
des optischen Elements 200 sind im in Figuren 1 und 2 gezeig-
ten Beispiel jeweils trapezfdrmig ausgebildet und ebenfalls
parallel zueinander orientiert. Dabei sind die Seitenflachen
250, 260 auBerdem senkrecht zu Oberseite 230 und Unterseite
240 des optischen Elements 200 orientiert. Dadurch weist das
optische Element 200 im in Figuren 1 und 2 gezeigten Beispiel
die geometrische Form eines geraden Prismas auf, dessen
Grund- und Deckfldche durch die Seitenfldchen 250, 260 gebil-
det sind.

Die Vorderseite 210 und die Rilickseite 220 des optischen Ele-
ments 200 sind jeweils rechteckig, jedoch nicht parallel zu-

einander orientiert.

Im in Figuren 1 und 2 gezeigten Beispiel ist die Oberseite
230 des optischen Elements 200 groRer als die Unterseite 240
des optischen Elements 200. Dadurch sind die Vorderseite 210
und die Riickseite 220 des optischen Elements 200 jeweils so
geneigt, dass die Oberseite 230 des optischen Elements 200
die Unterseite 240 des optischen Elements 200 Uberragt. Mog-
lich ist aber auch, die Unterseite 240 des optischen Elements
200 groBer auszubilden als die Oberseite 230 des optischen
Elements 200, sodass die Vorderseite 210 und die Riickseite
220 des optischen Elements 200 bei trapezfdrmigen Seitenfla-
chen 250, 260 des optischen Elements 200 jeweils so geneigt
sind, dass die Unterseite 240 die Oberseite 230 des optischen
Elements 200 {berragt. Ebenfalls moéglich ist, entweder die
Vorderseite 210 oder die Riickseite 220 des optischen Elements
200 so zu neigen, dass an dieser Stelle die Oberseite 230 des

optischen Elements 200 die Unterseite 240 Uberragt, die ent-
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sprechend andere Seite von Vorderseite 210 und Riickseite 220
dagegen so zu neigen, dass an dieser Stelle die Unterseite
240 die Oberseite 230 des optischen Elements 200 dberragt. In
diesem Fall kdénnen die Vorderseite 210 und die Rickseite 220
sogar parallel zueinander orientiert sein. In einer besonders
einfachen Ausfihrungsform des optischen Elements 200 kénnen
die Vorderseite 210 und die Rluckseite 220 des optischen Ele-
ments 200 sogar parallel zueinander und senkrecht zu Obersei-
te 230 und Unterseite 240 des optischen Elements 200 angeord-
net sein. In diesem Fall bildet das optische Element 200 ei-

nen Quader.

Ebenfalls mdglich ist, die erste Seitenfldache 250 und die
zwelte Seitenfldache 260 nicht senkrecht zu Oberseite 230 und
Unterseite 240 des optischen Elements 200 zu orientieren,
sondern diese wie die Vorderseite 210 und die Rickseite 220
des optischen Elements 200 zu neigen. Auch andere geometri-
sche Formen des optischen Elements 200 sind mdglich. Zweckma-
Big ist dabei in jedem Fall, dass die Oberseite 230 und die
Unterseite 240 des optischen Elements 200 parallel zueinander

orientiert sind.

Der Laserchip 100 und das optische Element 200 sind relativ
zueinander so angeordnet, dass ein von dem Laserchip 100 in
die Emissionsrichtung 110 emittierter Laserstrahl 120 auf die
Vorderseite 210 des optischen Elements 200 trifft. Der Ab-
stand zwischen dem Laserchip 100 und dem optischen Element
200 kann dabei sehr gering sein. Die Vorderseite 210 des op-
tischen Elements 200 kann sogar unmittelbar an der Emissions-

facette 103 des Laserchips 100 anliegen.

ZweckmalBig ist, wenn die Emissionsrichtung 110 des Laserchips
100 parallel zu Oberseite 230 und Unterseite 240 des opti-
schen Elements 200 orientiert ist. Ebenfalls zweckmaBig ist,
wenn die Emissionsrichtung 110 des Laserchips 100 auch paral-
lel zur ersten Seitenfladche 250 und zur zweiten Seitenflache
260 des optischen Elements 200 orientiert ist. Dies ermdg-

licht eine besonders einfache relative Anordnung und Ausrich-
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tung von Laserchip 100 und optischem Element 200. Falls die
Vorderseite 210 und die Rickseite 220 des optischen Elements
200 auf die beschriebene Weise geneigt sind, so sind die Vor-
derseite 210 und die Rickseite 220 derart gegeniiber der Emis-
sionsrichtung 110 des Laserchips 100 geneigt, dass die Emis-
sionsrichtung 110 des Laserchips 100 nicht senkrecht zu Vor-
derseite 210 und Rickseite 220 des optischen Elements 200

ist.

Es ist zweckmaBig, dass das optische Element 200 ein Material
aufweist, das flir durch den Laserchip 100 emittiertes Licht
eine hohe Transparenz und eine hohe Bestédndigkeit aufweist.
Beispielsweise kann das optische Element 200 ein Glas aufwei-

sen.

Die Seitenflachen 250, 260, die Unterseite 240 und die Ruck-
seite 220 des optischen Elements 200 weisen jeweils eine Ver-
spiegelung 270 auf. Die Verspiegelung 270 kann beispielsweise
als reflektierende Beschichtung ausgebildet sein. Beispiels-
weise kann die Verspiegelung 270 durch eine metallische Be-
schichtung gebildet sein, insbesondere beispielsweise durch

eine BReschichtung, die Silber aufweist.

Auch die Vorderseite 210 des optischen Elements 200 kann eine
Verspiegelung 270 aufweisen. In diesem Fall ist es zweckma-
Big, dass die an der Vorderseite 210 des optischen Elements
200 angeordnete Verspiegelung 270 eine Aussparung 275 auf-
weist, die so angeordnet ist, dass ein von dem Laserchip 100
emittierter Laserstrahl 120 im Bereich der Aussparung 275 auf
die Vorderseite 210 des optischen Elements 200 trifft. Die
Form und GrdBe der Aussparung 275 entspricht dabei zweckmaBi-
gerweise dem Querschnitt des auf die Vorderseite 210 des op-
tischen Elements 200 auftreffenden Laserstrahls 120. Bei-
spielsweise kann die Aussparung 275 in der Verspiegelung 270
eine elliptische Form aufweisen. Die die Aussparung 275 auf-
weisende Verspiegelung 270 kann beispielsweise mittels einer
Maskentechnik auf die Vorderseite 210 des optischen Elements

200 aufgebracht werden.
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Ein von dem Laserchip 100 des optoelektronischen Bauelements
10 emittierter Laserstrahl 120, der auf die Vorderseite 210
des optischen Elements 200 trifft, dringt in das optische
Element 200 ein. Falls ein Teil des auf die Vorderseite 210
des optischen Elements 200 treffenden Laserstrahls 120 an der
Vorderseite 210 des optischen Elements 200 reflektiert wird,
anstatt in das optische Element 200 einzutreten, so gelangt
der reflektierte Anteil nicht zurick in den Laserchip 100,
wenn die Vorderseite 210 des optischen Elements 200 gegenliber
der Emissionsrichtung 110 des Laserchips 100 geneigt ist.
Dadurch wird vorteilhafterweise einer Beeintrachtigung einer

Betriebsstabilitat des Laserchips 100 vorgebeugt.

Der an der Vorderseite 210 in das optische Element 200 einge-
tretene Laserstrahl 120 wird an der Verspiegelung 270 an der
Riickseite 220 des optischen Elements 200 reflektiert. Falls
auch die Rluckseite 220 des optischen Elements 200 gegeniiber
der Emissionsrichtung 110 des Laserchips 100 geneigt ist, so
besteht nur eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass ein an der
Verspiegelung 270 der Riickseite 220 des optischen Elements
200 in dem optischen Element 200 reflektierter Anteil des La-
serstrahls 120 im Bereich der Aussparung 275 der Verspiege-
lung 270 an der Vorderseite 210 des optischen Elements 200
aus dem optischen Element 200 austritt und zurick in den La-

serchip 100 gelangt.

Der an der Versgspiegelung 270 an der Rickseite 220 des opti-
schen Elements 200 reflektierte Laserstrahl 120 kann im Fol-
genden weiter durch das optische Element 200 laufen und wei-
tere Male an der Verspiegelung 270 an der Vorderseite 210,
der Rickseite 220, der Unterseite 240, der ersten Seitenfla-
che 250 oder der zweiten Seitenfldache 260 des optischen Ele-
ments 200 reflektiert werden. Nach einer oder mehreren sol-
cher Reflexionen kann das Licht des Laserstrahls 120 zur
Oberseite 230 des optischen Elements 200 gelangen und an der
Oberseite 230 des optischen Elements 200 aus dem optischen

Element 200 austreten.
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Die Oberseite 230 des optischen Elements 200 kann aufgeraut
sein, um das Austreten des aus dem optischen Element 200 zur
Oberseite 230 des optischen Elements 200 gelangenden Lichts
des Laserstrahls 120 zu unterstiitzen. Eine Aufrauung der
Oberseite 230 des optischen Elements 200 kann aulerdem bewir-
ken, dass an der Oberseite 230 des optischen Elements 200 aus
dem optischen Element 200 austretendes Laserlicht diffus ab-
gestrahlt wird, also mit Lambertscher Charakteristik in zu-

fallige Raumrichtungen.

An der Oberseite 230 des optischen Elements 200 des opto-
elektronischen Bauelements 10 ist in dem in Figuren 1 und 2
gezeigten BReispiel ein wellenldngenkonvertierendes Material
300 angeordnet. Das wellenldngenkonvertierende Material 300
ist dazu ausgebildet, an der Oberseite 230 aus dem optischen
Element 200 austretendes Laserlicht zumindest teilweise in
Licht einer anderen Wellenlange zu konvertieren. Beispiels-
weise kann das wellenlangenkonvertierende Material 300 dazu
ausgebildet sein, Licht mit einer Wellenldnge aus dem ultra-
violetten oder blauen Spektralbereich zumindest teilweise in
Licht mit einer Wellenldnge aus dem gelben oder orangen
Spektralbereich zu konvertieren. In diesem Fall kann eine Mi-
schung von nicht durch das wellenlangenkonvertierende Materi-
al 300 konvertiertem Licht mit einer Wellenldnge aus dem
blauen oder ultravioletten Spektralbereich und von dem wel-
lenlangenkonvertierenden Material 300 konvertiertem Licht mit
einer Wellenlange aus dem gelben oder orangen Spektralbereich
einen weilen Farbeindruck vermitteln. Das wellenld@ngenkonver-

tierende Material 300 kann entfallen.

Die Erfindung wurde anhand der bevorzugten Ausfiihrungsbei-
spiele naher illustriert und beschrieben. Dennoch ist die Er-
findung nicht auf die offenbarten Beispiele eingeschrankt.
Vielmehr kénnen hieraus andere Variationen vom Fachmann abge-
leitet werden, ohne den Schutzumfang der Erfindung zu verlas-

sen.
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BEZUGSZEICHENLISTE
10 optoelektronisches Bauelement
100 Laserchip
101 Oberseite
102 Unterseite
103 Emissionsfacette
110 Emissionsrichtung
120 Laserstrahl
200 optisches Element
210 Vorderseite
220 Rickseite
230 Oberseite
240 Unterseite
250 erste Seitenfléache
260 zweite Seitenfléche
270 Verspiegelung
275 Aussparung
300 wellenlédngenkonvertierendes Material
400 Trager
401 Oberseite

PCT/EP2017/076435
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PATENTANSPRUCHE

Optoelektronisches Bauelement (10)

mit einem Laserchip (100) und einem optischen Element
(200),

wobei das optische Element (200) eine Vorderseite (210),
eine der Vorderseite (210) gegeniiberliegende Rickseite
(220), eine Oberseite (230), eine der Oberseite (230) ge-
geniiberliegende Unterseite (240) und zwei Seitenflichen
(250, 260) aufweist,

wobei der Laserchip (100) und das optische Element (200)
so angeordnet sind, dass ein von dem Laserchip (100) in
eine Emissionsrichtung (110) emittierter Laserstrahl
(120) auf die Vorderseite (210) des optischen Elements
(200) trifft,

wobei die Seitenfldachen (250, 260), die Unterseite (240)
und die Riickseite (220) des optischen Elemente (200) ver-
spiegelt sind.

Optoelektronisches Bauelement (10) gemal Anspruch 1,
wobei alle AuBenflédchen (210, 220, 230, 240, 250, 260)
des optischen Elements (200) plan sind.

Optoelektronisches Bauelement (10) gemdl einem der vor-
hergehenden Anspriche,

wobei das optische Element (200) ein fiir durch den Laser-
chip (100) emittiertes Laserlicht (120) transparentes Ma-

terial aufweist, insbesondere ein Glas.

Optoelektronisches Bauelement (10) gemdl einem der vor-
hergehenden Anspriche,
wobei die Vorderseite (210) des optischen Elements (200)

eine Verspiegelung (270) aufweist.

Optoelektronisches Bauelement (10) gemal Anspruch 4,
wobei die Verspiegelung (270) eine Aussparung (275) auf-

weilst,
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10

11

12

wobei ein von dem Laserchip (100) emittierter Laserstrahl
(120) in die Aussparung (275) trifft.

Optoelektronisches Bauelement (10) gemdl einem der vor-
hergehenden Anspriche,

wobei die Emissionsrichtung (110) des Laserchips (100)
parallel zur Oberseite (230) des optischen Elements (200)

orientiert ist.

Optoelektronisches Bauelement (10) gemdl einem der vor-
hergehenden Anspriche,

wobei die Vorderseite (210) des optischen Elements (200)
gegeniiber der Emissionsrichtung (110) des Laserchips

(100) geneigt ist.

Optoelektronisches Bauelement (10) gemal Anspruch 7,
wobei die Vorderseite (210) so geneigt ist, dass die
Oberseite (230) des optischen Elements (200) die Unter-
seite (240) des optischen Elements (200) tberragt.

Optoelektronisches Bauelement (10) gemdl einem der vor-
hergehenden Anspriche,

wobei die Riickseite (220) des optischen Elements (200)
gegeniiber der Emissionsrichtung (110) des Laserchips

(100) geneigt ist.

.Optoelektronisches Bauelement (10) gemal Anspruch 9,

wobei die Riickseite (220) so geneigt ist, dass die Ober-
seite (230) des optischen Elements (200) die Unterseite
(240) des optischen Elements (200) tberragt.

.Optoelektronisches Bauelement (10) gemal einem der vor-

hergehenden Anspriche,
wobei die Oberseite (230) des optischen Elements (200)

aufgeraut ist.

.Optoelektronisches Bauelement (10) gemal einem der vor-

hergehenden Anspriche,
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wobei an der Oberseite (230) des optischen Elements (200)
ein wellenlangenkonvertierendes Material (300) angeordnet

ist.

.Optoelektronisches Bauelement (10) gemal einem der vor-

hergehenden Anspriche,

wobei das optoelektronische Rauelement (10) einen Trager
(400) umfasst,

wobei der Laserchip (100) auf dem Trager (400) angeordnet

ist.
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